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Abstract (en)

The assembly (10) has a connector having leads (31) connected to a contact unit (32) provided with a positioning device (321) and a sealing plastic
housing (40). The sealing plastic housing is integrally formed with two mutually corresponding joinable structure (41), for sealing of the connection
unit to a respective recess in the housing of the power semiconductor device. A first plate (410) and a second plate are arranged on the joinable
structure. A recess is used for receiving the leads and contact unit. An independent claim is included for a method for forming connection with link
assembly.

Abstract (de)

Verbindungseinrichtung (10) firr eine ein Gehause (20) aufweisende Leistungshalbleitereinrichtung (1), wobei die Verbindungseinrichtung (10)
einen Steckverbinder (30) mit Zuleitungen (31) mit angeschlossenen Kontakteinrichtungen (32) und einem Dichtstoffformkdrper (40) aufweist,
wobei die Kontakteinrichtungen (32) mit einer Positioniereinrichtung (321) ausgebildet sind, und wobei der Dichtstoffformkérper (40) einsttickig

mit zwei zueinander korrespondierenden zusammenfigbaren Teilkdrpern (41) ausgebildet ist, zur Abdichtung der Verbindungseinrichtung

(10) gegenlber einer zugeordneten zweiten Ausnehmung (21) im Geh&use (20) der Leistungshalbleitereinrichtung (1) an seiner AuBenseite

erste Lamellen (410) aufweist, an der jeweiligen Innenseite der Teilkdrper (41) angeordnete zweite Lamellen (420) aufweist, wobei die zweiten
Lamellen (420) der Teilkdrper (41) ineinandergreifend angeordnet sind und erste Ausnehmungen (430) zur Aufnahme der Zuleitungen (31) und der
Kontakteinrichtungen (32) aufweist.
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